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本章包括以下内容：

1.1 范围

1.2 ⽬的

1.3 分级

1.4 对要求的说明

1.4.1 验收条件

1.4.1.1 目标条件

1.4.1.2 可接受条件

1.4.1.3 缺陷条件

1.4.1.3.1 处置
1.4.1.4 制程警示条件

1.4.1.4.1 制程控制方法
1.4.1.5 组合情况

1.4.1.6 未涉及情形

1.4.1.7 特殊设计

1.5 术语和定义

1.5.1 板面方向

1.5.1.1 *主面

1.5.1.2 *辅面

1.5.1.3 焊接起始面

1.5.1.4 焊接终止面

1.5.2 *冷焊接连接

1.5.3 电气间隙

1.5.4 高电压

1.5.5 通孔再流焊

1.5.6 *浸析

1.5.7 弯月形涂层（元器件）

1.5.8 *非功能盘

1.5.9 针插焊膏

1.5.10 线径

1.5.11 导线过缠绕

1.5.12 导线重叠

1.6 图例与图⽰

1.7 检查⽅法

1.8 尺⼨鉴定

1.9 放⼤装置

1.10 照明

If a conflict occurs between
the English and translated
versions of this document,
the English version will
take precedence.

本⽂件的英⽂版与翻译版本如存在

冲突，以英⽂版本为优先。

1.1 范围

本标准收集了业内有关电子组件的外观质量可

接受要求。

本文件阐述了关于电气和电子组件制造的验收

要求。从历史的角度来说，若干电子组装标准更

为广泛地囊括了行业内涉及准则和方法的指南。

因此，为了更全面地理解本文件的各项建议和要

求，应用本文件时可同时使用IPC-HDBK-001、
IPC-AJ-820和IPC J-STD-001。

本标准中的要求，其目的既无意定义完成组装

操作的工艺，也无意作为返修/更改或改变客户

产品的授权。例如：标准中有元器件粘接要求

并不意味着，或批准，或一定要求使用粘合剂

粘接；引线顺时针缠绕接线柱的描述并不意味

着，或批准，或一定要求所有的引线/导线都要

按顺时针方向缠绕。

本标准的使用者应该具备一定的知识，以便能

够了解文件的适用要求及如何应用。

应该保留证明具备这些知识的客观证据。没有

客观证据时，企业应该考虑对员工的技能进行

定期审核，以正确地判定目检验收要求。

IPC-A-610包含了IPC J-STD-001范围包括的操作
方法、机械组装以及其它工艺要求之外的有关

要求。表1-1列出了相关文件。

IPC-AJ-820是一个支持性文件，提供了有关本规
范内容的意图解释，以及详述或放大说明从目

1 电⼦组件的可接受性

前⾔
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